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Optimization of STJ detector for THz imaging  
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1. 研究背景研究背景研究背景研究背景 

 テラヘルツ(THz)波は、電波の透過性と光波の直進性を併せ持つ新しいイメージング光とし

て、様々な分野で応用が期待されている。我々は THz 波検出器として、基板で THz 波を吸収

し基板内で発生するフォノンを媒体として検出する基板吸収型 STJ(Superconducting Tunnel 

Junction）検出器を提案している

[1]
。しかし基板内で発生したフォノンは等方的に拡散するため、

基板に複数の STJ 検出器を配置しても位置分解能が低下する。これを解決するため、基板を加

工して位置分解能を向上させる構造を提案した

[2]
。本研究では、提案する検出器のイメージン

グ利用に向けて、構造の最適化、特に基板加工部分について報告する。 

 

2. 構造の最適化構造の最適化構造の最適化構造の最適化 

 これまでに 300 µm のブレード厚を用いて基板

加工を行った素子は、加工による素子特性の劣化

がないことを確認している

[2]
。ここで加工幅が細

ければ、アレイ化の際、密に STJ を配置できる。

そこで今回は、より薄いブレードを用いて基板加

工を行った。Fig.1 は、50 µm および 300 µm のブ

レード厚を用いて基板加工を行った素子のサブ

ギャップ電流値の温度依存性を示している。同図

より、より薄いブレードを用いて基板加工を行っても STJ の特性の変化は無いことが確認でき

た。さらに、基板加工部からの THz 波の入射を防ぐため、50 µm から 300 µm のブレード厚を

用いて基板加工を行った加工部に Al をスパッタし、加工部にのみ Al が成膜されていることが

確認できた。詳細については当日報告する。 
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Fig.1 Temperature dependence of subgap current in a STJ  
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